






























专利名称(译) 封装基板及其制备方法、OLED显示面板及其制备方法
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其他公开文献 CN107316951B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本公开提供一种封装基板及其制备方法、OLED显示面板及其制备方法，
涉及显示技术领域。该封装基板包括：透明基板；设置在所述透明基板
上方的多个间隔柱；以及设置在所述间隔柱上方且位于非发光区的辅助
电极；其中，所述间隔柱在阵列基板上的正投影落入所述阵列基板上的
像素界定层的正投影区域内。本公开可降低顶电极的电阻、提升顶电极
的导电性。
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